
DEK TQ印刷平台
为智慧工厂提供极致质量和最佳性能



DEK TQ
创新

新开发的USC（钢网底部清洁）

采用超大的布卷，易于替换的清洁主
体，新的分配清洁液系统。易于替换的
擦拭纸卷宽。

智能顶针支撑

自动和灵活的支撑设置顶针与验
证顶针的位置和高度，减少手动
辅助。

创新的印刷头

集成的锡膏高度监控和新改进的
刮刀压力控制，更快更准确。

超快，异常精确，真正节省空间⸺数字不言自明：核心周期时间从5到6.5
秒，湿印精度为±17.0微米@ 2 CpK，占地面积从1.3到1.95平方米。最大的灵
活性得益于两个版本：DEK TQ对应板尺寸达400毫米× 400毫米，DEK TQ L
对应板尺寸达600毫米× 510毫米。

这台机器之所以能达到如此惊人的速度，部分原因在于它的3段式传输和它独
特的带有光纤线路的NuMotion控制器。新开发的驱动器，未接触皮带的印刷
和创新的夹紧系统确保了新的精度水平和极其稳定的印刷工艺⸺通过ASMPT
认证，因为每台机器的精度在交货前都进行了测量和记录。

使用双门盖板，在不停止印刷下更换锡膏管、在自动智能顶针和一系列更智能
的功能支持情况下，印刷机平均运行超过8小时无需任何用户辅助。与SPI系统
的闭环连接保证了最大效率。

该印刷机平台与开放式自动化概念无缝结合，并提供IPC-HERMES-9852和
IPC-CFX板相关的M2M和M2H通信，并与MES, ERP和AIV车队管理系统无缝
集成。此外，在智慧工厂中，广泛的选项可以实现更高程度的锡膏印刷自动
化。

DEK TQ印刷平台
最高质量和性能
配合高灵活性



线性驱动器，夹紧系统和
创新的传输导轨

标准的3段式传输导轨，采用未
接触皮带印刷，确保更快更稳定
的印刷工艺。

DEK通用夹具（APC）

通用和灵活的夹紧系统，自动适
应板的形状和厚度，是倚靠于软
件控制的线性驱动器。
 

凭借其众多接口标准，DEK TQ印刷机平台可
以无缝地融入集成智慧工厂，同时其越来越多
的选项可以自动化换产设置，并最大限度地减
少操作员的协助。

DEK TQ为您带来
竞争优势

关于DEK TQ的
更多信息，请扫描

最大精度
湿印精度高达±17.5 µm @ 2 Cpk，
焊膏印刷用于0201公制元器件

最大产量
核心周期：5秒 (DEK TQ)

                  6.5秒 (DEK TQ L)

快速的3段式传输
线性驱动、创新的夹板系统、

未接触皮带印刷、
NuMotion控制器

运行8小时而无需协助
钢网擦拭器采用22米的布卷和7升

的清洁液，自动锡膏管理
和自动智能顶针系统

开放、易于集成
IPC-Hermes-9852、
到SPI采用闭环控制、

WORKS OIB、IPC CFX

有效的编程
新的直观软件和

WORKS软件离线编程

最佳的占地面积性能
占地面积仅1.3平方米 (DEK TQ)
             1.95平方米 (DEK TQ L)

背靠背
双轨传输生产线
完美的解决方案

最高印刷质量
新型未接触皮带印刷夹紧工艺，
创新的印刷头和驱动器，以及

钢网的全区域气动夹紧
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设备类型

标准配置

设备对位能力

湿印精度

最短核心周期

最大印刷区域

设备控制

轴驱动

刮刀压力机构

钢网定位

最小基板尺寸

最大基板尺寸

大概尺寸

规格

5秒

400 mm (X) × 400 mm (Y)(单段模式) 

NuMotion控制系统

每个线性驱动器配有高精度编码器，用于相机轴和钢网清洗

软件控制、闭环反馈驱动

自动加载定位含刮刀滴盘

250 mm (X) × 400 mm (Y)(3段模式) 
400 mm (X) × 400 mm (Y)(单段模式) 

1000 mm x 1300 mm x 1600 mm (长×宽×高) 

DEK TQ印刷平台

6.5秒

1300 mm x 1500 mm x 1600 mm (长 x 宽 x 高)   

50 mm (X) × 50 mm (Y) 50 mm (X) × 50 mm (Y)

选项

自动智能顶针支撑

DEK锡膏管理

双门盖板

DEK通用夹具

高流量真空

闭环链接到SPI系统

30顶针匣(4毫米和12毫米顶针)

自动锡膏添加偕同自动锡膏卷高度控制应用

无需印刷机和生产线停止，就能简单替换锡膏管/罐

灵活和完全软件控制的垂直和横向夹紧

特殊的大面积真空系统包括灵活的治具组，是载具的理想选择

ProDEK扩展锡膏控制

高达60顶针匣(4毫米和12毫米顶针）

> 2.0 cmk @ ±12.5 microns (±6 sigma)

> 2.0 cmk @ ±17.0 microns (±6 sigma)

560 mm (X) × 510 mm (Y) (单段模式)
560 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板)

300 mm (X) × 510 mm (Y) (3段模式）
600 mm (X) × 510 mm (Y) (单段模式)
400 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板
    – 3段模式)*
600 mm (X) × 400 mm (Y) (多功能组合夹板 
    – 单段模式)*

* 超过380mm (X)的板材将需要GridLok模具或专用模具板。


